
開発品X（仮製品名「HPCA-1」）
※仮の製品名のため、実販売の際は名称が変更となる可能性がございます。

開発品

ビフェノール
Biphenol

開発品Xはレゾール型フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂へ硬化剤として使用することで、低温での硬化、
硬化物の耐熱性向上、また良好な相溶性による各種機能性を発現します。
To thermosetting (e.g. resol) resins, Developed Product X will affect multiple functions, promoting curing at low temperatures, 
improving the heat resistance of cured composition and holding high compatibility.

ビフェノールは液晶ポリマー、サル
ホン樹脂等のスーパーエンジニア
リングプラスチックの原料として
使用されています。剛直なビフェ
ニル骨格を樹脂に導入することで
耐熱性や低誘電性に寄与する事
例があり、次世代通信向け高周波
材料への使用が期待されます。

開発品Xの特徴
Characteristics of product X

低温硬化
low temperature curability

高耐熱性
high heat resistance

相溶性
good compatibility

耐熱性の向上
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硬化開始温度は同じでも、硬化
終了温度が低い！

開発品Ｘを添加することにより、
短時間で硬化が完了する！

開発品X
使用時

図1. レゾール型フェノール樹脂に
 配合した際のTd5向上効果
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図2. レゾール型フェノール樹脂に
 配合した際の低温・短時間
 での硬化挙動

良好な相溶性

図3. 開発品Xと溶融粘度の関係
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Biphenol is used for super engineering 
plastics  such as  l iquid cr ystal l ine 
polymers(LCP), polysulfones(PPSU). 
Introducing a rigid biphenyl skeleton 
into resins may contributes to heat 
resistance and low dielectric properties. 
Biphenol is expected to be used in 
h i g h - f r e q u e n c y  m a t e r i a l s  f o r  
next-generation communication.

HO OH

耐熱性・低誘電性を持った
樹脂添加剤

ビフェノール

官能基を付与

ポリカーボネート

エポキシ樹脂

液晶ポリマー

フェノール樹脂

PEEK、PEK

耐熱性・低誘電性に寄与

重合

市場規模約5万mt

既存主要用途

PPSU 市場規模約2万mt
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